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LB 9

LABORVERSUCHSANLAGE

Oberflachenbearbeitung und -beschichtung
kénnen Kunststofffolien und anderen
flexiblen Substraten besonders wertvolle
Eigenschaften verleihen. Durch diese Ver-
edelung kénnen die Materialien fir eine
Vielzahl von modernen und innovativen
Produkten eingesetzt werden.

Am Fraunhofer FEP verfligen wir Gber
zahlreiche Anlagen im PilotmaBstab.
Ebenso wichtig sind jedoch unsere Ver-
suchsanlagen, in denen zunachst Machbar-
keitsstudien und Technologieentwicklung
im kleinen MaBstab stattfinden.

Das Besondere an unserer Versuchsanlage
LB 9 ist die Moglichkeit, wichtige Vakuum-
Prozesstechnologien in einem kleinen
MaBstab zu kombinieren. So verfugt die

Anlage Uber eine Verdampfereinheit, eine
Hohlkathode zur Plasmaunterstitzung der
Bedampfung sowie Uber ein Dual-Magnetron-
System, mit welchem Metalle und Dielektrika
auf Substrate gesputtert werden kénnen.
Diese Flexibilitat in den Prozessen erlaubt es,
verschiedenste Schichten auf die Substrate
zu bringen. Die Substrate kénnen zudem
beheizt werden. Als Substratmaterial eignet
sich sowohl Glas als auch Kunststofffolie.

In der Anlage kénnen wir somit die
Kompatibilitdt von neuen Schichten auf
unterschiedlichen Substraten testen, aber
auch die Qualitat neuer Sputter-Targets oder
anderer Prozesskomponenten, beispielsweise
mittels Plasmadiagnostik, untersuchen.



Dual-Magnetron-System
= mit Rundtargets @ 100 mm
= TargetkUhlung direkt und indirekt
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Drahtzufuhr Verdampferschiffchen
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Plasma-aktivierte Hochratebedampfung

= Schiffchenverdampfer

= Strahlungsgeheizte Verdampfung

= Plasmaunterstltzung mittels
Hohlkathodenbogenentladung

Puls-Magnetron-Sputtern

= Dual-Magnetron-System

= Stromversorgung fir gepulste DC und RF
= metallische und reaktive Prozessfihrung

Magnetron-PECVD

= Monomereinlass fur Flissigkeiten und
Gase

= Dual-Magnetron-System als Plasmaquelle

= Machbarkeitsstudien
= Prozessentwicklung
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Wir setzen auf Qualitat

und die ISO 9001.



